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Beschreibung 

Elektronisches Bauteil mit Auflenkontaktelementen und Verfah- 
ren zur Herstellung.' einer MehrzahL dieses Bauteils 



'7 



10 



15 



20 



25 



30 



Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit Aufien- 
kontaktelementen und ein Verfahren zur Herstellung einer 
Mehrzahl dieses Bauteils. Derartige elektronisehe Bauteile 
haben ein Gehause aus einer . Kunststoff masse, wobei die AuJien- 
kontaktelemente auf oiiio* AuOenseite d« ««h»us.a verteilt 
angeordnet sind. 

Aus der Druckschrift DE 100 31 204 Al ' 1st ein Systemtrager 
fur ein derartiges Bauteil mit AuBenkontaktelementen bekannt. 
Diese Bauteile werden in grofter Stiickzahl gefertigt und mit 
ihren Aufcenkoiitaktelementen auf SchaltungstrSgern ubergeord- 
neter Schaltungen auf gebracht . Dazu werden -die Aufienkontakte- , 
lemente tiber Lotverbindungen mit entsprechenden Kontaktan^ \ 
.schlusafiachen des Schaltungstrage rs elektrisc h und mecha- 
nisch yerbunden. Diese Verbindung ist hohen thermomechani- 
schen Belastungen ausgesetzt r was zum Bruch oder Abriss der 
Verbindurigen ftthren kann. 

Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches Bauteil 
mit Aufienkontaktelementen zu schaffen, das erhOhten thermome- 
chanischen Belastungen zuverlassig standhalt. DarUber hinaus 
ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren 
zur Herstellung einer Mehrzahl eines derartigen elektroni- 
schen Bauteils anzugeben. 0 
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Geiast wird'diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhangigen 
Anspriiche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Ansprilchen. 

5 Erfindungsgemafi wird ein Verfahren zur Herstellung einer 

Mehrzahl eines elektronischen Bauteils mit AuAenkontaktele- 
menten geschaffen, wobei das Verfahren' nachfolgende Verfah- 
rensschritte aufweist. Zunachst wird eine Metallplatte mit 
mehreren Bauteilpositionen bereitgestellt . In eine- der Ober- 

10 seiten der Metallplatte werden an den Bauteilpositionen Aus- 
sparungen eingebracht, wobei die Kontu'r der Aussparungen der 
Form von Aufienabschnitten der AuJienkontaktelemente ent- 
spricht. Anschlieliend wird eine Maske auf die Oberseite der 
' Metallplatte unter Freilassen von Offnungen im Bereich der 

15 Aussparungen ,auf gebracht . Diese Maske dient dem chemischen 
oder galvanischen Abscheiden wenigstens eines Kernmaterials 
in den Aussparungen und in den Offnungen der Maske unter Bil- 
den einer metallischen Oberwolbung an den Randern.der Offnun- 
gen in der Maske. 

.20 

Auf die Oberwolbungen kann ein metall'isches Material aufge- 
bracht werden, um ein Bonden oder Auflaten auf den Uberwol- 
'- bungen des Kernmaterials zu erm5glichen. Anschliefiend wird . 
die Maske entfernt, und Halbleiterchips werden an den. Bau- 
25 teilpositionen der Metallplatte angeordnet. Kontaktf lachen 

der Halbleiterchips werden mit den beschichteten Oberwolbun- 
gen verbunden. Anschliefcend wird die Metallplatte mit einer 
Kunststof fgehausemasse beschichtet, wobei ein Verbundkorper 
erzeugt wird. In der Kunststof fgehausemasse des VerbundkSr- 
30 pers sind die Komponenten, wie Aufienkontaktelemente und Halb- 
leiterchips der Bauteilpositionen eingebettet. AnschlieBend 
wird die Metallplatte entfernt, so dass ein Nutzen aus Kunst- 
stof fgehausemasse und eihgebetteten Komponenten der Bauteil- 



O 
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positionen verblei-bt, Aus dem Nutzen ragen-die Aulienabschnit- 
te der Aufcenkontaktelemente in jeder der Bauteilpositionen 
heraus. Abschliefiehd wird- der Verbundkdrper, der die Form ei- 
n'es Nutzens aufweist, in einzelne elektronische Bauteile auf- 
5 getrennt. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren hat den Vorteil, dass in jeder 
Baute'ilposition des Nutzens und damit nach dem Auftrennen des 
Verbundkorpers in einzelne elektronische Bauteile auch aus 

10 jedem der Bauteile AuOenabschnitte von Auftenkontaktelementen 
herausragen. Da diese Aufienabschriitte der Aufienkontaktelemen- 
te gemeinsam mit Innenabschnitten der Aufienkontaktelemente 
0#; durch einen chemischen oder galvanischen Abscheidevorgang er- 

' zeugt werden, bilden sich stabile AuJienkontaktelemente mit 

15 einem Innenabschnitt und einem Auftenabschnitt aus, so dass 
die Gefahr eines Bruches oder Abrisses des AuAenabschnitts 
von dem Innenabschnitt bei hoher thermischer Belastung ver- 
mindert ist. 

20 Durch die mit dem. erf indungsgemaften Verfahren erreichte Foot 
der Aulienabschnitte der AuBenkontaktelemente kSnnen auftre- . 
tende ScherkrSfte bei thermomechanischer Belastung an einer 
Grenzschicht zwischen Lotverbindung und Auftenabschnitt des 
Auftenkontaktelementes auf eine groflere FlSche verteilt wer- 
ov 25 den. Horizontal auftretende Scherkrafte zwischen den Aulien- 

\ ) kontaktelementen des- elektronischen Bauteils und Kontaktan- 

schlussflachen eines Schaltungstragers einer ubergeordneteri 
Schaltung werden urn den Winkel zwischen einer horizqntalen 
und der durch die Aussparungen in der Metailplatte geformten . 
30* AuJienabschnitte abgelenkt. Zusatzlich wird die Flache zwi- 
schen L6t und lotbarer OberflSche. durch den mit Hilfe der 
Aussparungen in der Metailplatte geformten Auftenabschnitt der. 



FAXG3 Nr: 188350 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PR1NTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 6 von 40) 
Datum 08.1 1.02 10:29 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) uberhahm Sendeauftrag 
Betreff: 40 Seite(n) empfangen 



08-NOU-2002 10=37 SCHUEIGER a PARTNER +49 89 32199388 S. 07/40 

FIN 418 P/200214551 4 



AuJJenkontaktelemente gegenliber ebenen lotbaren Oberflachen 
vergroliert . 

Das Einbringen von Aussparungen in die Oberseite der Metall- 
5 platte zur Ausbildung der Aulienabschnitte der AuAenkontakte- 
- lemente kann durch einen Atzprozess, durch eine Frasung, 
" durch eine Pragung oder durch einen Laserabtrag erfolgen. Bei 

einem Atzprozess zum Einbringen der Aussparungen wird zu- 
• nachst eine Abdeckmaske auf die Metallplatte aufgebracht. 
10 Diese Abdeckmaske weist Offnungen auf, durch die hindurch ei- 
ne Atzlosung Aussparungen aus der Metallplatte herausatzt. 
Eine derartige Abdeckmaske kann anschliefiend entfernt werden 
O oder als eine Maske fur eine chemische oder galvanische Ab- 

scheidung von AuUenkontaktelementen zunachst beibehalten wer- 
15 den. Damit wird die Anzahl der Verf ahrensschritte vermindert 
und die Herstellung einer Mehrzahl eines elektronischen Bau- 
teils vereinfacht. . ■ . 

Werden die Aussparungen mit einem PrSgewerkzeug oder mit ei- 
20 nem Walzwerkzeug in die Metallplatte eingebracht, so ist vor 
dem chemischen oder galvanischen Abscheiden von AuAenkontak- 
telementen in den Aussparungen die Oberflache der Metallplat- 
te bis auf die eingepragten Aussparungen mit einer Schutz- 
achicht zu versehen. Eine derartige Schutzschicht wird auch 
25 aufgebracht, wenn die Aussparungen in die Oberseite der Me- 
tallplatte durch Laserabtrag oder durch FrSsen hergestellt 
werden. 

Fur eine Weiterbildung des Verfahrens wird die chemische oder 
30 galvanische Abscheidung zweistufig durchgef tlhrt . Dabei wird 
in einer ersten Stufe eine Lotlegierung als ein AuJbenkernma- 
terial fur den Aufienabschnitt der Auiienkontaktelemente in den 
Aussparungen' abgeschieden und' anschliefiend eine Metall- 
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Legierung als ein innenkernmaterial mit hoherer Schmelztempe- 
ratur als die Lotlegierung fur Innenabschnitte der Aufienkon- 
taktelemente abgeschieden. Dieses Verf ahren hat den Vorteil, 
dass das Aufienkernmaterial bereits eine Lotlegierung auf-r 
5 .waist, die fur ein Aufbringen eines fertigen elektrqnischen 
Bauteils auf einen Schaltungstrager einer ttbergeordneten 
Sehaltung auf dem Aulienabschnitt eines jeden AuBenkontaktele- 
mentes bereits vorhanden ist. Das Abscheiden der Lotlegierung 
kann auch in der Weise erfolgen, dass die einzelnen die Lot- 
iO legierung bildenden Metalle als Schichten in den Aussparungen 
abgeschieden werden, wobei das Volumen der einzelnen Schich- 
ten in dem gleichen VerhSltnis zum Gesamtvolumen stent, wie 
der Metallahteil in der Lotlegierung. 



15 Die Herstellung von AuiJenkontakteleiiienten kann auch dreistu- 
fig durchgefuhrt werden. Nach einem Abscheiden der Lotlegie- 
rung in den Aussparungen der Metallplatte. wird die Metall- 
platte mindestens bis fiber die Fliessgrenze der Lotlegierung 
erwarmt wird. 'Nach dem Erstarren der Lotlegierung in der Aus- 

20 sparung wird mit einem PrSgestempel in die weiche Lotlegie- 
rung die Form eines AuBenkontaktbereiches eingepragt. An- 
schlieftend wird der vorgeprSgte AuGenkontaktbereich und der 
Innenabscnnitt des AuBenkontaktelementes galvanisch abge- 
schieden, wobei eine Metall-Legierung abgeschieden wird, die 

25 eine hnhere Rnhmel z temper a tur als die Lotlegierung aufweist. 

Die chemische oder galvanische Abscheidung wird solange fort- 
• gesetzt, bis eine nietkopff ormige oder pilzhutf ormige Ober- 
wolbung an jedem Rand einer Offnung in der Maske gebildet 
30 wird. Eine derartige Oberwolbung kann aus dem Kernmaterial 

des Innenabsehnitts des AuBenkontaktelementes gebildet sein. 
Die Oberwolbung kann jedoch auch ein ..Material aufweisen, das 
bondbar oder lotbar ist, zumal wenn. das Kernmaterial selbst 
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aus Nickel, Kupfer, Silber oder deren Legierung besteht und 
sorait ein Bonden oder LSten unmittelbar auf dem Kernmaterxal 
nicht mSglich scheint, Derartige bondbare oder lotbare Ober- 
wBlbungen weisen chemisch oder galvanisch abgeschiedenes 
.5 Gold, Silber, Aluminium oder deren Legierungen auf. 

AU f Oberwolbungen aus einem Kernmaterial, wie Nickel oder ei- 
ner Nickellegierung, kSnnen zusatzlich bondbaren Innenbe- 
schichtungen einer Edelmetallschicht abgeschieden werden, urn 
10 entsprechende Bondverbindungen zu Halbleiterchips in den Bau- 
teilpositionen zu realisieren. Sind in den Bauteilpositionen 
Halbleiterchips mit Flip-Chip-Kontakten vorgesehen, so werden 
Q '0 auf den Oberwolbungen vorzugsweise lotbare Beschichtungen ab- 

geschieden. 



15 



20 



Neben den Offnungen in der Maske zum chemischen oder galvani- 
schen Abacheiden von Aufienkontaktelementen konnen zusatzliche 
Strukturen vorgesehen werden, urn Leiterbahnen und/oder Halb- 
leiterchipinseln auf der Oberseite der Metallplatte abzu- 
scheiden. Derartige Strukturen aus Leiterbahnen ermoglichen 
eine Umverdrahtung ausgehend von Kontaktf lachen auf den Halb- 
leiterchips zu den erfindungsgemalien AuBenkontaktelementen. 

Daruber hinaus kannen Halbleiterchips mit Flip-Chip-Kontakten 
25 bereitgestellt werden und an den Bauteilpositionen angeordnet 
O M } werden, indem deren Flip-Chip-Kontakte mit den Oberwolbungen 

mechanisch und. elektrisch verbunden werden. In diesem Fall 
sind keine zusatzlichen Strukturen in Form von Leiterbahnen 
erf orderlich. 



30 



Sind fur die elektronischen Bauteile Halbleiterchip mit Kon- 
taktf lachen auf den aktiven Oberseiten der Halbleiterchips 
vorgesehen, so 1st es von Vorteil, fur die Ruckseiten dieser 
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Halbleiterchips Chipinseln auf der Metallplatte abzuscheiden 
und vor dem Aufbringen einer Kunststof fgehausemasse die Ober- 
wolbungen der AuAenkontaktelemente uber Bonddrahte mit. den 
Kontaktflachen der Halbleiterchips zu verbinden. 

5 

Das Entfernen der Metallplatte nach dem Aufbringen einer 
Kunststof fgehausemasse auf die Oberseite der Metallplatte 
kann mittels Atzen erfolgen. Um sicherzustellen, da as. ein 
derartiger Atzvorgang an der Grenzsehicht zu dem Fullmaterial 
10 der Aussparungen gestoppt wird, kann vor dem vollstandigen 
Auffttllen der Aussparungen eine Atzstoppschicht als Grenz- 
sehicht zwischen dem Material" fur die AuAenkontaktelemente 
O und dem Material der Metallplatte auf gebracht werden. Eine 

% ' * derartige At zstoppschicht ist nicht erf orderlich, wenn.-das 

15 Fullmaterial fur die Aussparungen Nickel oder eine Nickelle- 
gierung aufweist urid die Metallplatte aus Kupfer hergestellt 
ist, weil in einem derartigen Fall eine Kupf eratziasung ein- 
gesetzt werden kann,. die an dem Grenzubergarig zu Nickel eine 
verminderte Atzrate aufweist. 

20 . ' 

Ein weiterer Aspekt der Erf indung ' ist es, ein- elektrdnisches 
Sauteil mit einem Kunststof fgehause und mit aus dem Kunst- 
stoffgehSuse auf wenigstens einer Auflenkontaktseite herausra;- 
genden AuBenkontaktelementen zu schaffen. Ein derartiges 
25 elektronisches Bauteil weist Au&enkontaktelemente auf , die 
einen in dem Kunststof f gehMuse % angeordneten Innenabschnitt 
mit einem Innenkern haben und eine Innenbeschichtung aufwei- 
sen. Der Innenabschnitt weist zusatzlich einen Veranfcerungs- 
bereich auf, der das Aufcenkontaktelement in dem Kunststof fge- 
30 hause fest verankert* Die aus der Auftenkontaktseite des 

Kunststof fgehSuses herausragenden AuJienabschnitte der Auiien- 
kontaktelemente weisen einen Auftenkern mit einer Aufcenbe- 
schichtung auf, Dieser Aufienabschnitt hat. mindestens einen 
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sich von 
bereich.. 



der AuBenkontaktseite weg verjiingenden AuBenkontakt- 



10 



Ein derartiges elektronisches Bauteil hat den Vorteil, dass 
die lotbare Oberflache gegemiber ebenen AuBenkontaktf lachen 
aufgrund der AuBenkontaktbereiche vergroBert 1st. Somit kann 
eine mechanise* zuverlassigere Verbindung zwischen ei.nem der- 
artigen elektronischen Bauteil und einer Schaltungsplatte mit 
ubergeordneten Schaltungen hergestellt warden. Wie bereits 
oben erwahnt, werden horizontal angreifende Scherkrafte auf- 
grund thermomechanischer Belastungen an den AuBenabschnitt en 
der AuBenkontaktelemente abgelenkt, so dass die spezielle 
Q p- • Form dieser in einer Aussparung einer Metallplatte abgeschie- 
^ denen AuBenabschnitte mechanisch stabilere Verbindungen er- 

15 moglichen. , 

Fur groBflachige AuBenkontaktelemente. kann ein einzelnes Au- 
Benkontaktelement einen AuBenabschnitt mit mehreren aneinan- 
dergrenzenden AuBenkontaktbere.ichen aufweisen. Diese Auflen- 
20 kontaktbereiche werden. durch aneinandergrenzende Aussparungen 
in der qbenerwahnten Metallplatte realisiert. Damit kann eine 
lottechnisch intensive Verzahnung mit Kontaktanschlussf lachen. 
■. eines Schaltungstragers- fur ubergeordnete Schaltungen er- 
reicht werden,. ohne dass die AuBenabschnitte der groBflachi- 
... . 25 gen AuBenkontaktelemente weiter ,aus der AuBenkontaktseite 

'4fr - herausragen als AuBenabschnitte kleinf lachiger AuBenkontakte- 
lemente. 



30 



Der AuBenabschnitt eines AuBenkontaktelementes kann minde- 
stens einen im wesentlichen kegelformigen oder im wesentli- 
chen pyramidenformigen Oder im wesentlichen halbkugelfe.rmigen 
AuBenkontaktbereich aufweisen. Wahrend hal'bkugelf orroige Au- 
Benkontaktbereiche durch einen Atzprozess in 'der obenerwahn- 
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ten Metallplatte realisiert werden kOnnen, ist.fiir pyramiden- 
formige oder kegelf 5rmige AuBenkontaktbereiche eine Pragung 
Oder ein Laserabtrag zu bevorzugen. Die kegelf ormigen oder 
pyramidenformigen AuBenkontaktbereiche haben den Vorteil,. 
5 dass horizontals Scherkrafte urn einen Basiswinkel zwischen 
der horizontalen und der Begrenzungsf lache der speziellen 
Form des AuBenkontaktbereiches abgelenkt werden und. s omit die 
Gefahr eines Bruches oder Abrisses einer Lotverbindung zu ei- 
nem Schaltungstrager mit iibergeordneter Schaltung vermindert 
10 wird. Werden fiir groBflachige Auflenkontaktelemente mehrere 

AuBenkontaktbereiche in Pyramiden- oder in Kegel form vorgese- 
hen,. so ergibt. sich eine Stressminderungsstruktur durch Auf- 
'0« ' teilung der groBen Flache in kleine Pyramiden oder kleine Ke- 

gel bei gleichzeitiger Verminderung der H5he des AuBenab- 
15 schnitts. 

Weiterhin konnen Aufienkern und Innenkern ein gleiches Kernma- 
terial aufweisen, filr das vorzugsweise Nickel, Kupfer, Silber 
• oder Legierungen derselben eingesetzt werden. Ein Kernmateri- 
20 al axis Nickel, Kupfer oder Legierungen derselben weist im Be- 
reich des Innenkerns eine Innenbeschichtung auf , die auf eine 
Oberwolbung des chemisch oder- galvanisch abgeschiedenen Au- 
Benkontaktelementes aufgebracht 1st.' Diese Innenbeschichtung 
verbessert die Bondf ahigkeit und/oder die Lotbarkeit einer 
25 Oberwolbung. des Innenkerns des AuBenkontaktelements . 



■i 



Der AuBenkern kann eine Aufcenbeschichtung aus einer Lotlegie- 
rung aufweisen, die durch cheiuische oder galvanische Abschei- 
dung hergestellt ist. Dazu ist es von Vorteil, dass der In- 
30 nenkern ein Metall oder eine Metall-Legierung mit einer hohe- 
ren Schmelztemperatur- a Is die Fliesstemperatur der Lotlegie- 
rung auf weist. ■■ 



FAXG3 Nr: 188350 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 12 von 40) 
Datum 08.11.02 10:29 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
Betreff: 40 Seite(n) empfangen 



08-NOU-2002 10:39 " SCHUEIGER 8. PARTNER ' +49 89 32199388 S. 13/40 

FIN 418 P/200214551 10 



Eine weitere Moglichkeit einer Ausbildung. der vorliegenden 
Erf indung kann /darin bestehen, dass der Innenabschnitt des 
AuBenkontaktelementes einen Innenf lachleiter aufweist und der 
AuBenabschnitt des AuBenkontaktelementes einen Aufienf lachlei- 
5 ter mit aufgesetztem AuBenkontaktbereich aufweist, wobei der 
AuBenkontaktbereich pyramidenf ormig oder kegelformig oder 
halbkugelfdrmig ausgehildet sein .kann. In diesem Fall, lassen ■ 
sich elektronische Bauteile verwirklichen, die gegenuber her- 
kommlichenAuBenflachleitern eine grOBere Lotoberf lache fur 
.10 ein Vefbinden mit einer ubergeordneten Schaltungsstruktur zur 
Verfugung stellen und somit eine verbesserte und zuverlassi- 
gere L5tverbindung ermoglicht . 



Oi 



Zusammenfassend ist f estzustellen, dass es an Lotstellen ei- 
15 nes Gehauses zu . erheblichen Spannungen auf grund von mechani- 
schen und thermomechanischen Beanspruchungen kommt . Die Span- 
nungen ftlhren zu Ermtidungen von LOtstellen iibergeordneter 
Schaltungsstrukturen. Dabei ist die schwaehste Stelle auf- 
grund- umfangreicher Untersuchungen nicht im Lotgefuge selbst^ 
20 zu finden, sondern die Grenzflache zwischen Lot und AuBenkon- 
taktflache des elektronischen Bauteils hat sich als au&erst 
kritisch. erwiesen. Durch die vorliegende Erf indung wird ei- 
nerseits der Stress besser verteilt und zum anderen werden 
horizontal wirkende Seherkrafte in andere Richtungen umgelei- 
25 tet. ' ' 

Durch die erf indungsgemaBe Gestaltung der Au&enkontaktelemen- 
te wird eine Vergrofierung der Grenzflache zur Stressminimie- 
rung durch Vorstrukturieruhg eines Flachleiterrahmens. oder 
30 einer Oberseite einer Metallplatte erreicht. Die Umleitung 

der angreifenden Seherkrafte durch spezielle Pyramiden- oder 
Kegelform vermiridert die Gefahr eines Bruches oder Abrisses 
von Lotverbindungen zwischen dem erf indungsgemSBen Bauteil 
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and' ubergeordneten Schaltungsstrukturen . Ferner wird durch 
• 6i ne Aufteilung einer gro^en Flache eines AuAenkontaktelemen- 
tes auf mehrere Pyramiden- oder Kegelf ormen, die . aneinander- 
gereiht 'warden,, eine Aufteilung der thermomechanischen Bela- 
5 stungen moglich- 

, . ' Die Erfindung vird nun anhand der beigefttgten Figuren naher 
erlautert. 

10 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
T eil eines Bauteils, das mit seinen AuAenkontakte- 
lementen auf Kontaktanschlussf lachen eines Schal- 
•• tungstragers gelotet 1st,. 

15 Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch AuBen- 
• . : kontaktelemente gemafi einer ■ ersten Ausf uhrungsf orm 

der Erfindung vor einem Einbetten der Auilenkontak- 
telemente in eine Kunststof f gehausemasse, 

• 20 Figur 3 zeigt einen . schematischen Querschnitt durch Aufien- 
kontaktelemente gemaJi Figur 2, die mit ihren Innen- 
abschnitten in einer Kunststof fgehausemasse und mit 
ihren Aufienabschnitten in eine Metallplatte einge- 
bettet sind, 

.. ^ 25. 

-J ^ Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch Aufien- 

kontaktelemente gemafi Figur 3 nachdem die in Figur 
3 gezeigte Metallplatte entfernt ist, 

30 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch Aufien- 
kontaktelemente gemafi einer zweiten Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung vor einem Einbetten der Auflenkontak- 
telemente in eine Kunststof fgehausemasse, 
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Figur 6 



Figur 7 



10 Figur 8 



15 . Figur 9 



zeigt einen schematischen Querschnitt durch Aufcen- 
kontaktelemente gemaft Figur 5 nach Fertigstellung 
eines elektronischen Bauteils, 

zeigt eine schematise Draufsicht auf eine AuAen- 
kontaktseite des elektronischen Bauteils gemaA Fi- 
gur 6, 

zeigt. einen schematischen Querschnitt eines Flach- 
leiterrahmens mit. AuBen- und Innenf lachleitern und 
auf den. Auftenf lachleitern aufgesetzten Auftenkon- 
taktbereichen, 

zeigt einen schematischen Querschnitt eines Flach- 
leiterrahmens gemafi Figur 8 nach Fertigstellung ei- 
nes elektronischen Bauteils , . 



Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 
20 % platte mit einer aufliegenden Abdeckmaske, 



* 



25 



30 



Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 
platte gemafi Figur 10 nach einem Atzen von Ausspa- 
rungen in die Oberseite der Metallplatte, 

Figur 12 zeigt. einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte gemaft Figur 11 nach einem AuffUllen der Aus- 
sparungen in der Metallplatte durch Of fnungen in 
einer Abdeckmaske hindurch, 

Figur 13 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte der Figur 12 nach einem Auffxillen von Off- 
nungen in der Abdeckmaske, 
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O 



15 



Figur 14 



Figur 15 



10 Figur 16 



Figur 1*7 



zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Me- 
tallplatte gemAB Figur 13 nach Entfernen der in Fi- 
gur 12 gezeigten Schutzm.aske, . 

zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Me- 
tallplatte gemaA Figur 14- nach Aufbringen einer 
Kunststof fmasse .auf die Metallplatte, 

zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
VerbundkSrper nach Entfernen der in Figur 15 ".ge- 
zeigten Metallplatte, 

zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 
platte mit Aussparungen, die mit LGtmaterial aufge- 
fttllt sind,' 



20 



Figur 18 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte gemafc Figur 17 und ein PrSgewerkzeug in je- 
der der auf gefiillten Aussparungen der Metallplatte 



25 



30 



Figur 19 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte gemaJi Figur 18 nach Entfernen des PrSgewerk- 
zeuges, 

Figur 20 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte gemaft Figur 19 nach Auffullung der Ausspa- 
rung in der Metallplatte vor einem Entfernen einer 
Sohutzmaske. 

J. ' 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Teil eines elektronischen Bauteils mit Kunststof fgehause 18, 
das mit seinen Aufcenkontaktelementen 1 auf Kontaktanschluss- 
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flachen 27 eines Schaltungstragers 28 einer iibergeordneten 
elektrischen Schaltung aufgelBtet 1st. Das AuB enkont a kte le- 
nient 1 ragt aus einer AuBenkontaktf lMche 17 des elektrpni- 
SC hen Bauteils heraus und verjungt sich in .Richtung von der 
5 AuBenkontaktflache 17 weg. Das AuBenkontaktelement 1 hat ei- 
nen Innenabschnitt 15 und einen Aullenabschnitt 5. Der Innen- 
abschnitt 15 hat einen Innenkern 20, der ein Innenkernmateri- 
al 14 aufweist. Der AuBenabschnitt 5 hat einen Aufienkern 21, 
der ein AuBenkernmaterial 13 aufweist. Beide Abschnitte 5 und 

10 15 sind in dieser AusfUhrungsf orm der Erf indung. aus gleichem 
Kernmaterial7 aufgebaut. Der Innenabschnitt 15 weist eine 
nietkopfformige oder pilzhutformige Oberweibung 8 auf , mit 
Qm der das AuBenkontaktelement in der Kunststof f gehausemasse 9 

verankert ist. Der AuBenabschnitt 5 weist einen Aufi enkont a kt- 

15 bereich 24 auf, der in dieser Ausf uhrungsform der Erfindung 
kegelformig mit einem Basiswinkel ot. zwischen Grundlinie 34 
und Mantellinie 35 ausgebildet ist. 



20 



Ein Lottropfen 30 stellt. eine Lotverbindung 29 zwischen dem 
AuBenkontaktbereich "24 des AuBenkontaktelementes 1 des elek- 
tronischen Bauteils mit der Kontaktansphlussf lache 27 des 
Schaltungstragers 28 bereit. Durch die im we sent lichen kegel- 
farmige Ausbildung des AuBenabschnitts 5 werden horizontals 
Scherkrafte, die bei thermomechanischer Belastung auftreten, . 
25 um den Basiswinkel a des kegelformigen AuBenkontaktbereichs 

24 des Auflenkontaktaleraentes 1 umgelenkt und gleiehzsitig 
wird die mit Lotmaterial benetzte Oberflache durch die Form- 
gebung' des AuBenkontaktbereichs 24 gegenttber der ebenen Kon- 
taktanschlussf lache 27 vergroBert. Somit ist die Bruchgefahr 
30 des Auflehkontaktelementes auf grund von thermomechanischer Be- 
lastung vermindert, und eine . verstar kte Verankerung der Au- . 
Benkontaktelemente 1 in dem Lottropfen 30 ist sichergestellt - 
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,Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch AuBenkon- 
taktelemente 1 gemaB einer ersten Ausf Uh rungs form der Erfin- 
dung vor einem Einbetten der AuBenkontaktel.emente 1 in eine 
Kunststof fgehausemasse. Die besondere Formgebung der Aufien- . 
kontaktelemente in Figur 2 entspri.cht deh Aufienkontaktelemen- 
ten in Figur 1- Die Formgebung des Aulienkontaktabschnitts 5 
wird' durch Einbringen einer Aussparung in eine Metallplatte 
2, die in dieser Ausfuhrungsf orm der Erf iridung aus Kupfer be- 
steht, erreicht. 



Nach dem Einbringen der Aussparung fur die Ausformung des Au- 
Benabschnitts 5 der AuBenkontaktelemente 1, die' in dieser 
•Of* Ausfuhrungsform der Erfindung durch ein Pragewerkzeug, oder . 

durch At z en, oder durch Laserabtrag oder durch Frasen herga- 

15 stellt wurde, wird die Oberseite 4 der Metallplatte 2 mit ei- 
ner hier nicht gezeigten Schutzmaske bedeckt, die lediglich 
"' die Aussparungen fur ein Abscheiden 'des AuBenabschnitts 5 des 
AulJenkontaktelementes 1 f reilasst . Beim Auf f ullen der Ausspa- 
rungen in der Metallplatte 2 und in der Offnungen der Schutz- 

20 maske entsteht die besondere Form dieses AuBenkontaktelemen- 
tes 1, wobei eine Uberwolbung 8 dadurch erreicht wird, dass 
der galvanische Abscheideprozess nach dem .Auf f Ullen von Off- 
nungen in der Maske 'nicht abgebrochen wird, sondern langer 
beibehalten wird. 



O 



25 



Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch Auftenkon- 
taktelemente 1 gemSft Figur 2, die mit ihren Innenabschnitten 
15 in eine Kunststof f gehfiusemasse 9 und mit ihren Aufienab- 
schnitten 5 in eine Metallplatte 2 eingebettet sind. Vor dem 
30 Aufbringen der Kunststof fgehausemasse 9 wiird auf die'in Figur 
2 gezeigte Aufienkontaktelemente eine bondbare Beschichtung 
aufgebracht, um die AuBenkontaktelemente noch vor dem Einbet- 
ten in eine Kunststof fgehausemasse 9, wie sie in Figur 3 ge- 



' I — : — ~ ~~ , 
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zeigt wird, iiber hier nicht gezeigte Bonddrahte mit Kontakt- 
flachen eines hier. nicht. gezeigten Halbleiterchips zu verbin- 
den. Bei deiu Aufbringen der Kunststof f gehausemasse 9 werden 
gleichzeitig die Bondverbindungen und die Halbleiterchips in 
5 die Kunststbffmasse eingebettet, so dass ein VerbundkSrper ^ 
entsteht, der zunachst noch von- der Metallplatte 2 gesttitzt 
wird. 

V 

' Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch Auftenkon- 
10 taktelemente 1 gemaB Figur. 3 nachdem die. in Figur 3 gezeigte 
Metallplatte entfernt 1st. Der in Figur 4 gezeigte Quer^ 
• schnitt 1st bereits ein Teil eines elektronischen Bauteils, 
Qm* ' das aus dem Verbundkdrper, wie er in Figur 3 gezeigt wird, 
™ gewonnen wurde. Die OberwSlbung 8 des Innenabschnitts 15 des 

15 AuJienkontaktelementes 1 bildet einen Verankerungsbereich 23 
. innerhalb der Kunststof f gehausemasse 9 aus. Der AuBenkontakt- 
abschnitt 5 zeigt fiir die in Figur 4 dargestellten beiden Au- 
Aenkontaktelemente 1 gleich strukturierte und gef ormte AuAen- 
. kontaktbereiche 24 auf. ... 

• ; 20 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch Au&enkon- 
taktelemente 31 und 32 gemafi einer zweiten. Ausf uhrungsf orm. 
der Erfindung vor einem Einbetten der AuGenkontaktelemente 31 
und 32 in eine Kunststof f gehausemasse . In dieser zweiten Aus- 
^ 25 fuhrungsform der Erfindung wird auf einer Metallplatte 2 ein 

■ grofiflachiges Aufienkontaktelement 31 vorgef ertigt, das insge- 
samt neun, im wesent lichen pyramidenf ormige Aufienkontaktbe- 
reiche, 24 aufweist. Daneben wird ein einzelnes Aufienkontakte- 
lement 32 mit nur. einem AuJienkontaktbereich 24 im Querschnitt 
30 gezeigt. FUr das groJif lachige Aufienkontaktelement 31 werden 
neun nebeneinander benachbart angeordnete, im wesentlichen 
pyramidenf ormige Aussparungen in die Metallplatte 2 einge- 
brach"t, .die in Figur 5 bereits mit einem gemeinsamen Kernma- 
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f rial aufa«fQllf.ind, wobei auch ein groBf lachiger Innenab- 
schnitt 15 far dieses AuBenkontaktelement 31 mit einer Ober- 
v/Slbung 8 far einen Verankerungsbereich 23 ausgebildet 1st. 
Das in der Figur 5 auf der rechten Seite dargestellte AuBen- 
kontaktelement 32 unterscheidet sich nicht von den bisher ge- 
zeigten AuBenkontaktelementen 1 der Figuren 1 bis 4. 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Au- 
lienkontaktelement 31. und 32 gemafi Figur 5 nach Fert igstellen 
eines elektronischen Bauteils. Dazu sind die AuBenkontaktele- 
mente 31 und 32 in eine Kunststof f gehausemasse 9 eingebettet 
und die in Figur 5 gezeigte Metallplatte 2 ist bereits ent- 
Q(##- fernt, so dass die AuBenabschnitte 5 aus der AuBenkontaktsei- 

te 17 des elektronischen Bauteils 1 herausragen. 



10 



15 



20 



Figur 7 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine AuB'enkon- 
taktseite 17 des elektronischen Bauteils gemafi Figur 6. Der 
schwarze Bereich in Figur 7 zeigt die Kunststof f gehausemasse, 
wahrend die hellen Bereiche die AuBenkontaktabschnitte 5 mit 
i'hren AuBenkontaktbereichen 24 zeigen. Die pyramidenf Srmige 
Ausbildung der AuBenkontaktbereiche 24 ist bei dieser zweiten 
Ausftthrungsform der Erfindung besonders . ausgepragt . Fur ein 
groBflachiges AuBenkontaktelement 31 sind neun pyramidenf or- ' 
mige AuBenkontaktbereiche 24 aneinandergereiht, wobei das 
25 hier abgebildete elektronische Bauteil. zwei weitere AuBenkon- 
- tf} taktelemente 32 und .33 aufweist, die in ihrer GroBe etwa den 

bisher gezeigten AuBenkontaktelementen 1 der Figuren 1 bis 4 
entsprechen. 



30 



Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Teils ei- 
nes Flachleiterrahmens mit AuBen- 26 und Innenf lachleitern 
25, wobei auf den AuBenf lachleitern 26 AuBenkontaktbereiche 
24 aufgesetzt sind. Dieses Aufsetzen von AuBenkontaktberei- 
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chen 24 auf AuAenf lachleitern 26 kann durch Drucktechniken, 
insbesondere Siebdrucktechnik erfolgen, oder durch chemische 
oder galvanische Abscheidung erreicht werden. Die Wirkung der 
Aufienkontaktbereiche 24 auf den Aulienf lachleitern. 26 ent- 
5 spricht der Wirkung, wie sie bereits fur die erste und zweite 
Ausfuhrungsform der Erfindung gegeben 1st. Die besondere Aus- 
formung der aufgesetzten Auilenkontaktbereiche 24 ermoglicht 
eine zuverlassigere Auflotung und Verbindung zu Kontaktfla- 
chen eines Schaltungstragers einer ubergeordneten Schaltung. 

10 ■' 

- Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt des Teils des 
Flachleiterrahmens gemaJi der Figur 8 nach Fertigstellung ei- 
O 'j nes eaektrcniscnen Bauteils. Bei dieser dritten Ausftthruhgs- 

' " . form der Erfindung ragen die Auilenf lachleiter seitlich aus 
15 einer Kunststof f gehausemasse 9 hervor, wahrend die auf -den 
AuJienf lachleitern 2 6 angebrachten Auilenkontaktbereiche 24 
sich.mit verjungendem Querschnitt von der Aulienkontaktseite 
17 aus erstrecken. 

20 Mit den Figuren 10 bis 16 werden Verf ahrensschritte darge- 

stellt, die zu einem elektronischen Bauteil mit AuBenkontak- 
telementen 1 fuhren, wobei der AuJSenkontaktabschnitt 5 in we- 
sentlichen die Form einer Kugelkappe oder eines Domes auf- 
weist. Daruber hinaus weisen Aufienabschnitt 5 und Innenab- 
25 schnitt 15 unterschiedliche Materialmen auf. Ein elektroni- 
^ sches Bauteil mit derartigen AuIJenkontaktelementen 1 hat den 

Vorteil, dass far Reparaturarbeiten ein derartiges Bauteil 
bereits uber ein Lotdepot verfugt, wenn der AuJienabschnitt 
des Aufienkontaktelementes 1 mindestens teilweise ein Lotmate- 
30 rial aufweist. Somit muss beim Reparaturvorgang kein zusatz- 
liches Lot durch ein Stempel- oder Siebdruckverf ahren vor dem 
Einsatz eines derartigen Bauteiles auf Auilenkontakte aufge- 
bracht werden . 
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Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 
platte 2 mit.einer aufliegenden Abdeckmaske 11. Mit einer 
derartigen Abdeckmaske werden Vertiefungen in die. Oberflache 
4 der Metallplatte 2 an den Stellen eingebracht, die eine 
Offnung 6 in der Abdeckmaske 11 aufweisen. Dabei kann die 
Form der Vertiefungen fiber die Geometrie der Abdeckmaske 11, 
die Art eines Atzmediums und die Parameter eines. Atzprozesses 
gesteuert werden. Bine geeignete Form der Vertiefungen lalit 
sich auch durch Laserabtrag, durch Pragen oder durch Frasen .. 



( 

erreichen. 



O' '• Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 

' * platte ,2 gemaii der Figur 10 nach einem Atzen von Aussparungen 

15 3 in die Oberseite 4 der Metallplatte 2. Die Metallplatte 2 • 
weist Kupfer oder Kupf erlegierungen auf und wird zum Ausatzen 
der Aussparungen 3 in eine Kupf eratzlosung getaucht. 



20 



O 



Figur 12 zeigt einen- schemat ischen Querschnitt der Metall- 
platte 2 gemaii Figur 11 nach einem Auffullen der Aussparungen 
■ 3 durch die Of fnungen in einer Schutzmaske 16 fur eine galva- 
nische Abscheidung. Die. Aussparungen sind in Figur 12 mit ei- 
ner Lotlegierung aufgefullt, die durch Lotpastendruck, Lotpa- 
stendispensen, Bestucken mit Ldtkugeln, einem chemischen Ab- 
25 scheiden des LOtes oder galvanisches Abscheiden des-Lotes er- 
( y folgt 1st. Om die Aussparungen 3 vollstandig und gleichmafiig 

mit Lot zu fallen, kann zusatzlich ein Urns chmelzproz ess vor- 
genommen werden, bei dem die Metallplatte 2 auf die Fliess- 
temperatur des LOtes aufgeheizt wird. 



30 



Figur 13 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte der Figur 12 nach einem Aufftlllen von Of fnungen 6 in 
der Schutzmaske 16. Dazu wird ein Material in den Offnungen 6 
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der Schutzmaske 16 abgeschieden, das einen Schmelzpunkt auf- 
weist, der uber dem Fliesspunkt des Lotmaterials des , in Figur 
12 gezeigten Lotdepots liegt. Diese galvanische Abscheidung 
wird solange durchgef uhrt , bis sich eine Oberwolbung 8 tiber 
die Randbereiche der Offnungen 6 ' in der. Schutzmaske 16 bil- 
det. Diese OberwSlbungen, die sich beim galvanischen Abschei- 
den als pilzhutf ormig oder nietkopf fbrmig ausbilden, veran-. 
kern die in Figur 13 gezeigten Auflenkontaktelemente 1 in der 
Kunststoff gehausemasse eines elektronischen Bauteils. 



10 



Figur 14 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Me- 
tallplatte 2. gemMfi Figur 13 nach Entfernen der in Figur 12 
O \, gezeigten Schutzmaske 16. Nach dem Entfernen der Schutzmaske 

* . ■ 16 ragen aus der Metallplatte 2 Auflenkontaktelemente heraus, 
15 wobei die herausragenden Bereiche Innenabschnitte von Aufien- 
kontaktelementen 1 bilden, und die Auf f Ullungen von. Ausspa- 
rungen der Metallplatte' 2 die Aufienabschnitte der Aufienkon- 
taktelemente 1 formen. 

20 Figur 15 zeigt einen schematischen Querschnitt durch die Me- 
tallplatte 2 gemSfi Figur 14 nach Aufbringen ei'ner Kunststoff- 
. gehausemasse 9 auf die Metallplatte 2. Dabei werden die In-, 
nenabschnitte der Aufienkontaktelemente 1 vollstandig in 
Kunststoff gehausemasse 9 eingebettet und aufgrund der Ober- 
25 wolbungen 9 in der Kunststof fmasse verankert. 

Figur 16 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Verbundkorper nach Entfernen der in Figur .15 gezeigten Me- • 
tallplatte. Dieser VerbundkBrper weist nicht gezeigte Halb- 
30 leiterchips und nicht gezeigte Verbindungstechniken zu den 
Aufienkontaktelementen 1 auf. Somit zeigt Figur 16 lediglich 
einen Ausschnitt oder einen. Teil eines derartigen Verbundkdr 
pers mit Aufienkontaktelementen 1, die. als Aufienabschnitte 5' 



0 
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ein mit dem Innenabschnitt 15 verbundenes Lotdepot aufweisen. 
Das Material des Innenabschnittes 15 ist in dieser Ausfuh- 
rungsform der Erfindung eine Nickellegierung . Um die Aufienab- 
schnitte 5 der AuBenkontaktelemente 1 freizulegen, wurde. die 
Metallplatte 2, die in Figur 15 gezeigt ist, abgeatzt. Ein 
derartiger Verbundkorper, von dem ein Teil in Figur 16 ge- 
zeigt wird, weist mehrere Bauteilpositionen auf und kann nach 
dem Wegatzen der Metallplatte 2, wie sie in Figur 15 gezeigt 
wird, in einzelne elektronische Bauteile aufgetrennt werden. 



10 



Die Figuren 17 bis 20 zeigen Verf ahrehsschritte, bei denen 
die vorteile der Bildung eines Lotdepots a'ls Aufienabschnitt 5 
O'^l , eines Aufienkontaktelementes 1 mit den Vorteilen einer pyrami- 

' denformigen oder kegelf ormigen Ausbildung eines Aufienab- 

15 sennit ts. 5 eines Aufienkontaktelementes 1 kombiniert werden. 

Figur 17 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Metall- 
platte 2 mit Aussparungen, die mit Lotmaterial aufgeftillt 
sind, wie es bereits in Figur 12 gezeigt wurde. Dieses ist 
' . 2 0 der Ausgangszustand der Metallplatte 2 fur die nachf olgenden 
Schritte- 

Figur 18 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte 2 gemail Figur 17 und ein Pragewerkzeug 12 in jeder der 
25 aufgefiillten Aussparungen 3 der Metallplatte 2. Ein derarti- 
ges Pragewerkzeug 12 weist, mehrere pyramidenf armige Spitzen 
auf, die sich mit Hilfe eines nicht gezeigten Pragestempe^ 
in die AuBenabschnitte 5 aus Lotmaterial eindrttcken. 

30 Figur 19 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
platte 2 gemaB Figur 18 nach Entfernen des Pragewerkzeuges 
12..Zurttck bleibt in dem AuBenabschnitt 5 aus Lotmaterial ein 
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pyramidenfSrmiger Abdruck, der durch galvanische Abscheidung 
mit einer Nickellegierung aufgefullt wird. 

Figur 20 zeigt einen schematischen Querschnitt der Metall- 
5 platte 2 gemafi Figur 19 nach Auffullen der Aussparungen in 

der Metallplatte 2 und Offnungen 6 in einer Schut2schicht 16. 
Zum Auffullen wird eine Nickellegierung abgeschieden, die 
nicht nur das Kernmaterial des Innenabschnittes 15 ausbildet, 
sondern auch einen pyramidenf armigen Ansatz in das Lotmateri- 

10 al des AuBenabschnittes 5 hineinragen lasst. Mit derartig 

ausgebildeten Auiienkontaktelementen 1 lasst sich ein elektro- 
nisches Bauteil realisieren, das Aufienabschnitte aufweist, 
Oj|f . die ein AuJlenkernmaterial 13. haben, das einen hCheren 

Schmelzpunkt aufweist al'a ein umgebendes LStmaterial in dem 

15 Auflenabschnitt 5. 
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1. Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl eines elektro- 
nischen Bauteils mit AulJ enkont a kt element en (1), wobei 
. 5 ' das Verfahren fplgende Verf ahrensschritte aufweist: 

■ - Bereitstellen einer Metallplatte. (2) mit mehreren 
Bauteilpositionen, . 

Einbringen von Aussparungen (3) in eine der Ober- 
seiten (4) der Metallplatte (2) an den Bauteilposi- 
10 tionen, wobei die Kontur der Aussparungen (3) der 

Form von Aullenabschnitten (5) der Au&enkontaktele- 
mente (1) entspricht, 

- Aufbringen einer Maske auf die Oberseite (4) der 
Metallplatte (2) -unter Freilassen von Of fnungen (6) 

15 im Bereich der Aussparungen (3) , 

- . chemisches oder galvanisches Abscheiden wenigstens 
eines Kernmaterials (7) in den Aussparungen (3) und 
in den Offnungen (6) unter Bilden einer .metalli- 
schen Oberwolbung (8) an den Randern der Offnungen 

20 (6) in der Maske, 

Aufbringen eines metallischen Materials auf die 

0berw51bungen (8) 
Entfernen der Maske, 

Anox-dnen von Halbleiterchips an den Dauteilpositio 

25 nen, 
^ - Elektrisches Verbinden von Kontaktf lichen der 

Halbleiterchips mit mindestens den beschichteten 
OberwSlbungen . (8 ) , r 

Beschichten der Metallplatte (2) mit einer Kunst- 
30 stoffgehausemasse (9), wobei ein" Verbundkorper (10) 

erzeugt wird, 

- > Entfernen der Metallplatte (2), 
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Auftrennen des Verbundkdrpers (10) in einzelne 
elektronische Bauteile. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass 

zunachst eine Abdeckmaske (11) auf die Metallplatte (2) 
aufgebracht wird, die Offnungen (6) aufweist mit denen 
die Aussparungen (3) in die Metallplatte (2) geatzt wer- 
den und die anschlieflend als Schutzmaske fiir eine chemi- 
10 sche oder galvanische Abscheidung von Aufienkontaktele- 

menten (1) eingesetzt wird- . . 



O -A > ' 3 - Verfahren nach Anspruch 1, 

1 dadurch gekennzeichnet, dass 

15 die Aussparungen (3) mit einem Pragewerkzeug (12) oder 

mit einem Walzwerkzeug in die Metallplatte (2) einge- 
bracht werden. 

4. Verfahren nach einem .der vorhergehenden Ansprtiche, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass. 

das chemische oder galvanische Abscheiden zweistufig 
durchgeftihrt wird, indem zunachst eine Lotlegierung als- 
' ein Aufienkernmaterial (13) fur Auflenabschnitte (5) der 
AuGenkontaktelemente (1) und anschlieftend eine Metallle- 
25 gierung als ein Innenkernmaterial (14) mit hoherer 

Schmelztemperatur als die Lotlegierung ,fUr Innenab- 
schnitte (15) der Au£enkontaktelemente (1) abgeschieden 
wird. 

30 -5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das chemische oder galvanische Abscheiden so lange fort- 
gesetzt wird bis nietkopf f ormige oder pilzhutf Srmige 



3P 
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' OberwSlbungen (8) an den Randern der Offnungen (6) der 
Maske gebildet werden. . 

6. Verfahren nach einera der vorhe.rgehenden Ansprtiche, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass 

in der Schutzmaske (16) fur eine chemische oder galvani- 
sche Abscheidung an- den Bauteilpositionen zusatzliche 
strukturierte offnungen vorgesehen werden, in denen Lei- 
terbahnen und/oder Halbleiterchipinseln abgeschieden 
10 werden. 

7. Elektronisches Bauteil mit einem Kunststoffgehause und 
0-4| .. mit aus dem Kunststoffgehause (18) auf wenigstens einer 

. Auftenkontaktseite (17) herausragenden Aufienkontaktele- 
15 , menten (1), wobei die AuBenkontaktelemente (1) einen in 

dem Kunststoffgehause (18) angeordneten Innenabschnitt 
(15) mit einem Innenkern (20) und mit einer Innenbe- • 
schichtung und einen aus dem Kunststoffgehause herausra- 
genden AuBenabschnitt (5) mit einem AuBenkern (21) und- 
20 mit einer Aufcenbesehichtung (22) auf weisen . und wobei der 

Innenabschnitt (19) einen Verankerungsbereich (23) auf- 
weist und der Aulienabschnitt (5) roindestens einen sich 
von der AuUenkontaktseite (17) weg verjungenden Aufien- 
kontaktbereich (24) aufweist- 

K - J ^ a. Elektronisches Bauteil 'nach Anspruch 7, ; 

dadurch gekennzeichnet, dass 
ein einzelnes AuJienkontaktelement (1) einen Aufienab- 
schnitt (5) mit mehreren aneinander grenzenden Aufienkon- 
' - ' 30 taktbereichen (24). aufweist. 

9. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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der'Au&enabschnitt (5) mindestens einen im wesentlichen 
kegelfdrmigen oder im wesentlichen pyramidenfermigen 
oder im wesentlichen halbkugelf ormigen AuBenkontaktbe- 
. reich (24) aufweist. 

5 

10. Elektronisches Bauteil nach einem der AnsprUche 7 bis 9, 
dadurch g e k e n n z e i c h n.e t , . d a s s 

Aufienkern (21) und Innenkern (20) eih gleiches Kernmate- 
rial (7), vorzugsweise aus Nickel, Kupfer oder Legierun- 

10 gen derselben aufweisen. 



11. 



Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 7 bis 



f dadurch gekennzeichnet, dass 

15 der Aufienkern (21) eine AuBenbeschichtung (22) aus einer 

Lotlegierung aufweist. 

12. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche- 7 bis - 
■ 11, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass 

der AuBenkern (21) eine Lotlegierung und der Innenkern 
(20) ein Metall oder eine Metalllegierung mit einer hd- 
heren Sehmelztemperatur als die Fliefitemperatur der. Lot-, 
legierung aufweist. 

,. 25. 

-J Jf' 13. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 7 bis 

12, 

dadurch gekennzeichnet, class 

der innenabschnitt (19) einen Innenf lachleiter (25) auf- 
30 weist, und der Aufienabschnitt (5) einen AuBenf lachleiter 

- (26) mit aufgesetztem AuBenkontaktbereich ( 24 )• aufweist . 
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